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※概要（Summary）： 
DRIE で作製するシリコンのディープサブミクロン幅

の超高アスペクト比立体構造をセンサーやポンプに

応用し、CMOS-MEMS 集積型の Intelligent Micro 
Gas System の構築を目指している。本年度は、DRIE
及び超臨界流体成膜を用いて形成した高アスペクト

比ナノギャップを応用して、0.1 気圧から数十気圧ま

での高い圧力範囲で動作する Pirani 型圧力センサー

を開発した。従来の Pirani 圧力計は真空計に分類さ

れるが、マイクロ加工技術を応用することでその動作

範囲を変化させることが可能である。 
 
※実験（Experimental）： 
高速大面積電子線描画装置を用いて SOI ウエハ上に

Pirani ゲージのパターニングを行った。Pirani ゲージ

はヒーターとヒートシンクから構成されているが、そ

れらの間のギャップ長やヒーターの長さなどが動作

範囲や感度を決定する重要なパラメータである。ギャ

ップ長を 200nm から 5 ミクロンまで変化させたパタ

ンを描画し、シリコン深掘りエッチング装置を用いて

ボッシュプロセスでエッチングを行った。クリーンド

ラフト潤沢超純水付中において、フッ酸蒸気によるリ

リースでヒーターを浮かせた後、研究室の超臨界流体

成膜技術を用いて銅の成膜を行い、ヒーターの表面を

200nm 厚さの銅でコーティングした。この工程で

450nm だったギャップが 50nm まで縮まった。最終

的に FIB 装置によって素子の電気的な分離を行った。 
 
※結果と考察（Results and Discussion）： 
 超臨界流体成膜によってヒーターとヒートシンク

の間のギャップを 50nm まで小さくすることができ

た。これは犠牲層エッチングを用いて作製された平面

型のピラニーゲージに匹敵するギャップ長であり、こ

のような超高アスペクト比構造をウエハの厚み方向に

立体的に形成できる技術が開発されたことで、幅広い応

用が期待できる。また、銅の成膜によりヒーターの低抵

抗化・抵抗率の温度係数のリニア化が実現した。本研究

によって、大気圧付近を動作範囲の中心とし、68 気圧以

上でも感度がある熱伝導型圧力センサーを実現するこ

とができた。 
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